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1̈ ⁹ ╟ ̆ ᴂ 0.4mm ҂ ⁹̕ 

2̈ 12 Ӱаֶ ̆Ӱᶑ ⁹ ̕ 

3̈ ⁹ Ӱᶑ ̆ ̆ ἷ֒аֶӊ Ḷ ̕ 

4̈ έ ᴧ ̆ а ᴁ   ̕ 

5̈ а ̆ Ἱ Ю ̆ ᾃӰ

Ȃ ľ ---ᶑ Ŀ ľ Ŀч ᴳ ̕ 

6̈ ̆ зέ ̆аֶ PCB̆ ⁮ὁ ̕ 

7̈ έ ᴧ ICT ̆аֶӊ ″̕ 

8̈ ұ ̂Paste in holẽ Ȃ 

ү̈ 

 

 85~91wt%̂± 0.5̃ ̂ ̃ 

╠ ₉  9~15wt%̂± 0.5̃ ̂ ̃ 

 200 Pa.s ±10% Malcolm (10rpm,25Ņ) T3,90%metal for printing  

 

  80 Pa.s±10%  Malcolm (10rpm,25Ņ) T4,87%metal for syringe 

 0.55 ± 0.05 In house 

 ̘90% Copper plate(Sn63,90%metal) 

  J-STD-005 

  In house 

╒̂ Vs ̃ 48gF ̂0 ̃ 

 56gF ̂2 ̃ 



 

Ь̈  

1． 如何选取用本系列锡膏 

Ьȁ  

ӊ ֙ȁ ̆ У T3̂mesh –325/+500̆25~45ëm̃̆

ұ Fine pitch̆ Ȃ 

2． 使用前的准备 

1) “ ” 
ᾮ ᾶ ̆ᾶ ѝ 0~10ŅѝᴧȂ ӱᾶ ѐ   ̆ὲ ᴂ ̆ ľ Ŀ̆

̆‡ ѐ ῠ ̆ ұ Э̆ ̂ 200Ņ̃̆ ֙ ̆ע ľ Ŀ

̆ӊ ̆ ἷ ֒Ȃ 

̔а ₥ Ю̆ ұ ѐ Ὰ̕      ̔4 ԈЭ 

̔ŵ Ἱ ľ Ŀ̆ а ̕     Ŷа ╗ ľ Ŀ Ȃ 

2)  
ľ Ŀ ̆ұᴳ ₥ Ἱ‍ Ȃ 

    ̔ ᴳ╠ ₉б Ѯ ⸗‍ ̆Ἱ‍ ̕ 

̔ ̕     ̔ ̔3 ‍      ̔1 ‍ ; 

″ ̔ ⁬ ⁬ ‍ ̆⁬ ḥ ̆ ̆ ⁮ . 

（适当的搅拌时间因搅拌方式、装置及环境温度等因素而有所不同，应在事前多做试验来确定）。 

3． 印刷 

大量的事实表明，超过半数的焊接不良问题都与印刷部分有关，故需特别注意。 

  

б ̆נ ᴳ ⁹ ̆ ‟  ִ Ȃ ұ

₂ Ἵ₂ ̆ ⁹Ȃ ұ ⁹ ̆ Ἵ₂ Ȃ ұ 0.4mm ̆У

0.12mm Ȃ 

 ⁹  

ӝ ⁹ ᴳ ╟ ╟ ⁹ ⁹ Ȃ 

 ⁹ᴐн ֒ 

‟ ѝ ӕ ӊ ̆ а ̆ Ԉ ̂ ѝ 80%̃ ֒ЮӰ ᴳ Ȃ 

ԈЮ ԏ ѝ ⁹ᴐн ֒Ȃ Ҿ ᴐ ︠‍ Ȃ 

⁬   60 ~ 90HŜ ⁬  ⁬ ̃ 
⁬  450 ~ 600 

⁹ ╒ ̂2 ~ 4̃¦ 105pa 

⁹  
ῆ̔    20 ~ 40mm/sec 

⁹ ̔15 ~ 20mm/sec 
⁹ ̔50 ~ 100mm/sec 

ᾳ 
̔    25 ± 3Ņ 

̔40 ~ 70% 
̔    ⁹ᴐн ╟ 

 

 ⁹ ̔ 

ŵ̈ ⁹₥ ⁬ ȁ έȂ 

* ᶑ ᾿̆ ̂ ᾿̃̆ Ԉὁ ̕ 

*⁬  ̆ ̕ 
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有铅免洗

有铅免洗



 

* ̆ Ȃ Эа ὲӹ ̕ 

Ŷ̈ έ ̆Ԉὁ ⁹ ѐ PCB Ḷ ̆ з ⁹ ‍ ̕ 

ŷ̈ б PCB Ѯ ᴁ ⁮ ̂ ֶ ̆ ᴁֶ ⁹⁮ ̃̕ 

Ÿ̈ • ⁹ ╗⁮ Э ̆У A5 ╗ 200g ȁB5 ѝ 300g ȁA4 ѝ 400g

̕ 

Ź̈ ⁹ᴐн ̆ Э ֶ ῏ ̆⁮ Ḁ ╗ ̕ 

ź̈ ⁹ ‍ Ҿ̕ 

Ż̈ ⁹ ̆ У ̂ ᾳ ̃ ЭЮ ̂ ̆Ԉὁ

ӊ ̃̆ ︢Ъа ֙ ὲӹ Э̕ 

ż̈ Эṃ Ѩ̂ У ᾋᴳ ̃̆ ὲ ⁹ ֶ ̆

╗ Ὠ ж ₉̆ Ԉ ⁮ ̕ 

Ž̈ ᴐ ⁸̆ ὁ ╟̆Ԉὁ╗ ₉ ̕ 

ž̈ ᴐн ₥ ЭЮ ᾿̆̂ ⁞ Ȃ̃ 

4． 印刷后的停留时间 

⁹ ̆ ἷ ֒ ̆ ̆Ԉὁ Ѩ ̆ ἷ֒

̆У ṃ а 4 Ȃ 

5． 回焊温度曲线（参看附页曲线图） 

6． 焊接后残留物的清除 

‟ὁ з ̆ ̆έ ̆а Ȃ 

̈ ꜛ б  

500ğ ̂PẼ ꜛ ̆ Эᾃ ̆ ̆ 20 ̆ᶑ

ᾃ а 35ŅȂ 

ȁ ꜛ б  

ҷ̈ ẏ  

⁮ ὲ ᾮ ẏ ̆ ẏ ѝ 0Ņ~10ŅȂ 

ҷȁ ẏ б  

 ֶ ὲᴳ ̆ ὲ ̕ 

 ᴂ̂ᴂұ 0Ņ̃‡ֶӊ ̆ᴳ  ̕ע

ẏ ֒Ю̆ ѝ 6 э Ȃ 

Ὡ̈ Ṍ б ὤ Ү  

̔ԈЮ Ө ᵏ ᴳ ᴐ ̆ ᴳ ₥ ҩ Ȃ 

ᾃ ὤ ̂MSDS̃ 

本 制 品 不 含 受 管 制 的 特 定 化 学 物 质 ， 也 不 含 有 机 溶 剂 中 毒 预 防 规 则 中 所 规 制 的 有 机 溶
剂 ， 但 仍 需 作 必 要 的 防 范 措 施 ， 以 确 保 人 体 健 康 及 安 全 。 对 于 含 铅 成 份 的 产 品 ， 其 操 作 应 依
据 劳 动 安 全 卫 生 法 及 铅 中 毒 预 防 规 则 执 行 。  

 

 

Ὡȁ Ṍ б ὤ Ү  
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此有铅
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